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7433-05/00. 
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7433-05/04 

Grupa katalogowa 1694 

Photopolymer 
druckplatten 

Mangelcharakteristik 

wg BN-74/7401-08 BN-84/ l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest cha
rakterystyka wad klisz fotopolimerowych typu PW (na 
podłożu własnym) i PT (na podłożu z folii z tworzywa 
sztucznego). 3. Charakterystyka wad - wg tabeli. 

Lp. 

l 

l 

2 

3 

4 

Nazwa wady Określenie wady 
Występowanie Przyczyny powstawania 

Wpływ wady na jakość 
Sposób 

wady wady 11 sprawdzenia 

2 3 4 5 6 7 

Ubytki brak elementów w miejscach ry- - niedoświetlenie dyskwalifikuje wzrokowo 
rysunku drukujących lub ich sunku części rysunku i lupą 8X 

części , np. punktów - uszkodzenia mecha-
rastrowych niczne 

Porowatość wżery, wgłębienia, na powierzchni - kurz między folią dyskwalifikuje 
rysunku postrzępienia kra- elementów dru- przekładkową a ne-

wędzi rysunku, kujących gatywem 
szorstkość powierz- - wtrącenia i zanie-
chni elementów czyszczenia w f o li i 
drukujących przekładkowej 

- niewłaściwy skład 

żywicy fotopolime: 
rowej 

- pęcherze i zanie-
czyszczenia w żywi-
cy fotopolimerowej 

Zniekształ- niewłaściwe odwzo- w miejscach ry- - za cienkie linie na dyskwalifikuje lub ob-
ceni a rysu n- rewanie elementów su nku, zwłasz- negatywie niża jakość w zależnoś-
ku drukujących rysun- c za występują- - zadymienie negaty- ci od nasilenia wady 

ku , jak: skrzywione c ego oddzielnie w u i k lasy druku 
i (lub) pofałdowane od innych ele-
linie mentów druku-

jących , np. linie 
cienkie 

Nie pasowa- niezamierzone prze- w miejscach ry- niejednakowa techno- dyskwa lifikuje lub ob- wg BN-75/ 

nie barw sunięcie elementów sunku b;::rw, logia wykonania po- niża jakość, w zależ- 7419-02 na 

rysunku barw najczęściej na szczególnych klisz w nośc i od nasilenia wa- odbitce 

względem siebie na kliszach na po- komplecie dy i klasy druku próbnej 

odbitce z kompletu dłożu obcym 
klisz 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Ośródka Badawczo-Rozwojowego P rzemysłu Poligraficznego 

dnia 2 kwietnia 1987 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 7/1987, poz. 19) 
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cd. tabeli 

Lp. 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

li 

Na7wa wady 

2 

Zmniejszone 
wymiary 
(skurcz) 

Nieprosto
kątność 

Niewłaściwa 

grubość 

Niewłaściwa 

głębokość 

Niewłaściwa 

twardość 

Pęcznienie 

Podmycie 
elementu 
drukującego 

Określenie wady 

3 

niezamierzone 
zmniejszenie dłu

gości lub szerokości 
kliszy 

brak kąta prostego 
w kliszach prosto
kątnych 

nieodpowiednia lub 
niejednakowa gru
bość kliszy 

nicodpowiednia lub 
niejednolita głębo

kość kliszy między 
poszczególnym i ele
mentami drukują

cymi 

twardość kliszy nie
zgodna z wymaga
niami wg norm 
przedmiotowych 

wsiąkliwość kliszy 
podczas zmywania 
dopuszczalnymi 
rozpuszczalnikami 

wymycie fotopoli
meru pod elemen
tem drukującym na 
ściance bocznej ele
mentu drukującego 

BN-87/7433-05/04 

Występowanie 

wady 

4 

w miejscach ry
sunku, na kli
szach na podło
żu własnym 

w miejscach ry
sunku 

l w miejscach ry
sunku 

w miejscach ry
sunku 

na całej po
wierzchni kliszy 

na całej po
wierzchni kliszy 

na całej kliszy 

w miejscach ry
sunku 

Przyczyny powstawan ia 
wady' ' 

5 

- zbyt długie naświet

lanie lub doświetla
nie 

- niewłaściwe susze
me 

wadliwe doświetlan ie 

i suszenie 

- zabrudzenia po-
wierzchni szyb w 
urządzeniach na
świetlających 

- zabrudzenia po-
wierzchni fol ii prze
kładkowej 

- nierównoległe usta
wienie szyb 

- niedostateczna ilość 
żywicy fotopolime
rowej między szy
bami 

- niedostateczne lub 
niewłączone chio
dzen i e szyb podczas 
naświetlania 

niejednakowe naświet
lenic od s trony podłoża 

- niewłaściwie pracu
jąca wymywarka 

- niewłaściwy zestaw 
żywicy fotopolime
rowej 

- za krótki czas do
świetlania 

- nicodpowiednia ży
wica fotopolimero
wa (np. przetermi
nowana lub nieod
powiednio przecho
wywana) 

za krótki czas doświet
lania 

- za krótki czas na
świetlania przez ne
gatyw 

- negatyw niezgodny 
z BN-84/7433-05/0 l 
załącznik 2 

- zanieczyszczona lub 
spolimeryzowana 
żywica fotopolime
rowa 

- za duże ciśnienie 

wymywania 
- zabrudzenia na szy

bie kopioramy 

Wpływ wady na ja kość 

6 

dyskwalifikuje, gdy po
woduje niedokładność 

pasowa nia barw więk
szą od dopuszczonej 
dla stopni pasowania 
wg BN-77/7402-02, lub 
obniża jakość 

dyskwalifikuje lub ob
niża jakość, w zależ

ności od nasilenia wa
dy i klasy druku 

dyskwalifikuje przy 
1 różnicy grubości więk-

1 szej niż podano w 
BN-84/7433-05/0 l 
i BN-84/7433-05/02 

dyskwalifikuje w przy
padku różnicy głębo

kości większej niż po
dano w wymaganiach 
wg norm przedmioto
wych 

obniża jakość' 

dyskwalifikuje lub ob
niża jakość w zależnoś
ci od nasilenia wady 

dyskwalifikuje lub ob
niża jakość w zależnoś
ci od nasilenia wady 

Sposób 
sprawdzenia 

7 

wg BN-74/ 
7443-02 za
łącznik 4 

kątomie rzem 

lub kątowni
kiem 

wg BN-74/ 
7443-02 za
łączn i k 3 

wg BN-65/ 
7442-06 wy
sokościomie

rzem (gru-

1
' bościomie

rzcm) typ 2 
l z działką 

podstawową 

czujnika 
o wartości 

0,005 mm 

wg BN-84/ 
7433-05/01 
załączni k 3 

wagowo 

lupą 8X 
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cd. tabeli 

Lp. 

12 

l3 

14 

15 

16 

Nazwa wady 

2 

Niewłaściwy 

kąt nachyle
nia elementu 
drukującego 

Pęcherze 

Uszkodzenia 
mecha n icznc 
kliszy 

Smugi 

Lepkość 

kliszy 

Określenie wady 

3 

powiększony lub 
zmniejszony kąt na
chylenia ścianki ele
mentu drukującego 

komory powietrzne 
w kliszy 

pęknięc i a, zaryso
wania, zagniecenia, 
wtrącenia ciał ob
cych na powierzch
ni niedrukującej kli
szy 

smugi na podłożu 

od strony użytko

wej między elemen
tami drukującymi 

wyczuwana przez 
dotyk kleistość (le
pienie się) powierz
chni kliszy 

11 Patrz Informacje dodatkowe p. 4. 

Występowanie 

wady 

4 

w miejscach ry
sunku 

na całej kliszy 

Przyczyny powstawania 
wady11 

5 

- nieodpowiedni czas 
naświetlania 

- nieprzestrzeganie 
zasad tech nologii 

- stosowanie zapo-
wietrzonej żywicy 

fotopolimerowej 
- nieprawidłowe dzia

łanie wylewarki 
- nieszczelność ramy 

- uszkodzenia mecha
niczne kliszy 

- nieprawidłowe dzia
łanic wylewarki 

- zanieczyszczen ia 
mechaniczne żywi

cy fotopolimerowej 

- zmieszanie żywicy 

fotopolimerowej 
o różnym okresie 
gwarancji i różnej 

jakości 

- za wysokie c iśn ienie 

na pelniania 
- za szybk ie napełnia

me 
- nieodpowiedni ma

teriał dyszy wyloto
wej wylewarki 

- naświetlanie żywicy 

fotopo limerowej 
o niewyrównanym 
ciśnieniu 

trznym 
wewnę-

- zabrudzenie cylin
dra wymywarki łub 
stojaka do ściąga-

nia folii 
- niewłaściwe wymy

cie ele mentów nie 
drukujących 

- niewłaściwe do
świetlan ie 

Wpływ wady na jakość 

6 

obniża jakość 

dyskwalifikuje, w przy
padku gdy występuje 

pod e lementami druku
jącym i łub obniża ja
kość, gdy występuje 

w miejscach nie druku
jących 

dyskwalifikuje, w przy
padku gdy występuje 

pod elementami dru
kującymi 

obniżają jakość 

dyskwalifikuje lub ob
n iża jakość w zależnoś

ci od nasilenia wady 

Sposób 
sprawdzenia 

7 

mikrosko
pem poligra
ficznym wg 
BN-85/ 
7439-08 

wzrokowo 
i lupą 8X 

wzrokowo 

wzrokowo 

organolep
tycznie 
(przez dotyk) 

KONIE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie , ul. Miedzia
na Ił . 

2. Normy związane 

BN-74/7401-08 Technika dru kowania wypukłego. Chemigrafia. 
Nazwy i okreś len ia 

BN-84/7433-05/00 Klisze fotopolimerowe. Postanowienia ogólne 
Pozostale normy związane podano w tabeli. 
3. Autorzy projektu normy - Siemiątkowski Jan - Drukarnia 

im. Rewolucji Październikowej, Warszawa , mgr i nż. Jerzy Kontkie
wicz - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poli
graficznego. Warszawa. 

4. Sposoby usuwania wad klisz fotopolimerowych - wg tabeli na 
str. 4. 



Wada 

nr nazwa 

l 2 

l Ubytkr rysunku -
-
-
-
-
-

-

2 Porowatość rysunku -
-
-

3 Zmehztałcenia rysunku -
-

-
4 Niespasowame barw -

-

5 ZmnreJSZone wymiary -
(skurcz) -

6 Nreprostokątność -
-
-

7 Nrewłaścrwa grubość -
-
-

-
-
-
-

8 Niewłaściwa głębokość -

-
-

9 Nrewłaścrwa twardość -
-

10 Pęcznienie -

11 Podmycie elementów dru- -
kujących -

-
-

12 Niewłaściwy kąt nachyle- -
ni a 

-

13 Pęcherze -
-
-

14 Uszkodzenre spodu -
-
-

15 Smugi -
-
-

16 Lepkość kliszy -
-
-

l l 
l i 

S rod ki taradcze *1020077265 
3 

dluzeJ naśwretlać przez negatyw 
zmnieJszyć crśnienie lub czas wymywania 

ostrożniej obchodzić srę z formą przed doświetleniem 

sprawdzać czystość 1 z.adymreme negatywu 

sprawdzać czystość szyby 
sprawdzać Jakość żywicy fotopolimeroweJ (okres gwarancji oraz wrzualme: jedr.olitość zabarwic-

ma, występowanie zameczyszczeń mechanicznych i grudek spolimery70wanych świadczących 

o nrewłaścrwym przechowywaniU) 

unikać pęcherzy powietrza z żywicy fotopolimerowej 

utrzymywać czystość folii podłożoweJ 1 negatywów 

sprawdzać czystość żywicy fotopolimeroweJ 

umkać pęcherzy powietna w zywicy fotopolimeroweJ 

me stosować na negatywie lmir o gruboścr pomżeJ dopuszczalneJ dla daneJ technologu 

stosować .tywrcę fotopolimerową dobreJ Jakości (przed upływem okresu gwaranCJi, przechowy-

waną zgodnie z za leceniamr instrukCJI technologicznej) 

stosować negatywy o małym zadymiemu 

stosować dla wszystkich klisz w komplecie tę samą żywicę fotopolimerową 1 ściśle te same para-

metry technologiczne naświetlanra, mycia, doświetlania i suszenra 

układać negatywy wzdluz jednego kierunku (zwłaszcza przy kliszach bezpodłozowych do druku 

wielobarwnego) 

używać zywicy fotopolimerowej z wainym okresem gwarancjr 

przeMrzegać zasad technologu 

używać prostokątnych negatywów 

ostrożnre obchodzrć srę 1 kliszą podcns mycra (nre napręzać JeJ zbytnio) 

doświetlać na folii przekładkoweJ takzc klisze na podłożu własnym (ściągać folię po doświetle-

ni u) 

utrzymywać: szyby, płyt kr dystansowe, zatrzaskr, fohe, negatywy w naleźyiCJ czystości 

używać urządzeń lub płynów antyelektrostatycznych 

napełmać ramę do otworów przelewowych, tzn. podawać do danego typu urządzenia ~ci śle 

określoną rlość żywrcy fotopolimeroweJ 

utrzymywać sprawność d11ałania układu próżniowego dolneJ i górneJ częścr ramy 

sprawdzać prawrdłowość dzrałama wentylatora chłodzącego podczas naświetlania 

sprawdzać równoległość szyb ramy kopro"-eJ 

zmnieJszać szybkość napełniania ramy koproweJ. w systemach rakiowych sprawdzać ustawrenie 

rakla 1 wałka laminującego 

wymrenrać źródła światła, w przypadku gdy sprawdzenie ekspozymetrem wykazuJe nreJednako-

we natęienie Sirurnrenia świetlnego 

sprawdzać skuteczność mycia w róznych ffiiCJSCach ( drotność dysz) 

sprawdzać jakość żywrcy fotopolimeroweJ 

sprawdzać typ żywi~:y fotopolimeroweJ 

przedłuzyć czas doświetlania 

dośwretlić klisze 

przedłużyć czas naświetlania przez negatyw 

sprawdzać czystość negatywu 

zmmeJsZyć ctśnienre wymy\\.ama lub temperaturę roztworu wymywającego 

sprawdzać Jakość żywicy fotopolimerowej 

stosować prawidłowy czas naświetlama wstępnego (aktywującego - od strony podłoża) ora1 

naświetlania przez negatyw 

w urz.ądzenrach produkCJI kraJOWeJ po opuSlczeniu ramy do pozycji poziomeJ należy odczekać 

l mm prted naświetlanrem. do momentu zakończema procesu relaksacji crec1y i wyrównanra 

ciśnień w ramre 

sprawdzać szczelność ramy Uakość uszczelek) 

sprawdnć sprawność układu wylewowego 

nową partrę zywicy fotopolimeroweJ nalewać do zbiornika na mmrmum 12 h przed uzycrcm 

ostrożnie przenosić kliszę przed doświetlamem 

uzywać i.ywrcy fotopollmerowe.J czysteJ 1 bez pęcherzy powietrza 

sprawdzać sprawność działama układu ssącego 

przepłukać przewody ukladu napełniaJącego żywicą podawaną do ramy 

do wykonywania przewodów stosować materiały obojętne chemicznre, np. PCV. ~tal merdzewną 

po napełnremu ramy, pr1ed naświetlanrem \\.stępnym odczekać około l mrn do momentu zakoń-

czema procesu relaksacjr creczy 1 wyrównania ciśmeń "' ramre / B utrzymywać czystość SIOJaka oraz bębna lub stołu wymywarki 

dokładnie wymywać i płukać klisze 
!t 

odpowiednio doświetlać kirsze 

* 


